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Exposé des faits et concl usions

VI .

1001.D

L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 570 784.

La requérante a fait opposition en invoquant |'absence
de nouveauté et d' activité inventive de |'invention
not amment par rapport aux docunents

D2 : DE-A-2 220 721 et

D6 : US- A-4 999 742.

Plus tard, elle a cité | e docunent

D7 : EP- A-0 481 776.

Vu sa pertinence, D7 a été pris en considération par |la
Di vi sion d' opposition.

Par décision du 29 janvier 1999, la D vision

d' opposition a établi que le brevet tel qu'il a été
nodi fi é au cours de | a procédure d opposition satisfait
aux conditions énoncées dans |a Convention.

L' opposante a forné un recours contre cette décision
i nter médi ai re.

En date du 29 nmai et du 30 nmai 2000, |'intinmte a déposé
un nouveau jeu de revendications a titre principal.

La Chanbre a convoqué | es parties a une procédure orale.
Selon |"avis provisoire de |a Chanbre expriné dans |a
notification acconpagnant la citation, |'objet des
revendi cations i ndépendantes selon | a requéte principale
senblait évident au vu de D2, D6 et D7.
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Le 14 novenbre 2001, |'intinmée a déposé un jeu de
revendications a titre principal et six jeux a titre
subsidiaire. De plus, elle a demandé a titre subsidiaire
de supprimer certaines revendications dans chacune de
ces sept requétes. Au total, 28 jeux de revendications
différents ont été présentés.

Une procédure orale devant |la Chanbre a eu lieu le
14 décenbre 2001. L'intinmée a présenté un nouveau jeu de
revendi cations 1-23 a titre principal.

Les trois revendi cations indépendantes 1, 2 et 16 de
cette requéte s' énoncai ent come suit

"1l. Procédé de fabrication d une carte (1 ; 31 ; 61 ;

81 ; 101) conprenant au nmoins un €l énment él ectroni que
(2;125) et une bobine (12 ; 42 ; 108), caractérisé en ce
gu'il conporte |les étapes suivantes

| A) apport, sur une surface de travail, d une prem ére
couche extérieure (4;110) formée d' un matériau solide ;

| B) placenment dudit él énment électronique et de ladite

bobi ne reli ée électriquenent a cet él énment él ectronique
sur ladite prem ére couche extérieure (4 ; 110) ;

| C) apport d'un liant (10) sur ladite preni ére couche
extérieure ;

| D) apport, en regard de ladite prem ére couche
extérieure et sur ledit liant, d' une deuxi énme couche
extérieure (6 ; 102) fornée d un matériau solide ;

ces étapes étant suivies par |es étapes successives
sui vant es
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| E) application d' une pression sur lesdites prem ére et
deuxi éme couches extérieures (4 ; 110 et 6 ; 102) et sur
ledit liant, se trouvant alors au noins partiellenent
dans un état non solide, jusqu' a ce que ces premni ére et
deuxi éne couches extérieures soient situées |'une par
rapport a |"autre a une distance prédéterm née, ledit
liant renplissant alors la région intermédiaire située
entre ces prem ére et deuxi ene couches extérieures pour
former une couche internmédiaire (8 ; 38 ; 58 ; 88) dans
| aquel l e sont conpris ledit él énent él ectronique et

| adite bobine, au noins la majeure partie de | a surface
i nterne de chacune desdites premi ére et deuxi ene couches

ext éri eures étant recouverte par ledit liant ;

| X) durcissenment dudit liant (10) de naniére a
solidifier ladite couche intermédiaire, cette derniére
ayant al ors une épai sseur prédéterm née, ce |liant
formant al ors une nméne nasse honbgéne enr obant

| "ensenble formé par ledit él énment él ectroni que et

| adite bobine et reliant cet ensenble et |les premere et
deuxi ene couches extérieures, ledit liant assurant |a
cohésion de ces prem ére et deuxi ene couches extérieures
avec ladite couche internmédiaire ;

| F) découpage du contour de ladite carte de maniére a
former les parois |atérales de cette carte.”

"2. Procédé de fabrication d' une carte (94) conprenant
au nmoi ns un él énent él ectronique (2) et une bobine (12 ;
42), caractérisé en ce qu'il conporte |les étapes

sui vant es

| B) placenment dudit él énent électronique et de ladite
bobine reliée électriquenment a cet él énent él ectronique
sur une surface de travail
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| C) apport d' un liant (10) sur |adite surface de
travail, cette surface de travail étant non-adhérente
audit liant ;

ces étapes étant suivies par |es étapes successives
sui vant es

| E) application d une pression sur ledit liant, se
trouvant alors au noins partiellenment dans un état non
solide, en direction de ladite surface de travail a

| "aide d' une presse présentant une surface de contact
avec ledit liant non-adhérente a ce dernier, jusqu' a ce
gque ledit liant forme une couche (95) dans |aquelle est
conpris |"ensenble formé par ledit él énent él ectronique
et ladite bobine, cet ensenble étant enrobé par ledit

liant ;

| X) durcissenment dudit liant (10) de naniére a
solidifier ladite couche, cette derniere ayant alors une
épai sseur prédétermn née ;

| F) découpage du contour de ladite carte de mani ére a
former les parois |atérales de cette carte.”

"16. Carte (31 ; 61 ; 81 ; 94), obtenue par |e procédé
sel on | "une quel conque des revendications 3 a 7,
conprenant au noins un él ément él ectronique (2) et une
bobi ne (12 ; 42) reliée électriquenent a cet él énent

él ectroni que, une couche (38 ; 58 ; 88 ; 95) forngée par
un liant (10) dans | equel est noyé |'ensenble fornmé par
ledit él énent él ectronique et |adite bobine, cette carte
étant caractérisée en ce qu' elle conprend une structure
de positionnenent (46 ; 62 ; 90) située a |l'intérieur de
| adite couche (38 ; 58 ; 88 ; 95) formée par ledit

liant (10), cette structure de positionnenent
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défini ssant une zone interne a |'intérieur de laquelle
est situé ledit ensenble, ladite zone interne étant
formée par une ouverture principale (48 ; 63) traversant
| adite structure de positionnenent (46 ; 62 ; 90)."

Requét es

La requérante a demandé |'annul ation de |a décision
contestée et la révocation du brevet européen.

L'inti mte a denmandé |'annul ati on de | a déci sion
contestée et le maintien du brevet sur |la base de |la
requéte principale présentée a la procédure orale le
14 décenbre 2001.

A l'issue de |la procédure orale, |le président a prononcé
| a déci sion de |a Chanbre.

Motifs de | a déci sion

1001.D

Modi fi cati ons

Les revendi cations n'appellent aucune objection au titre
de I"article 123(2), (3) CBE

L' état de | a techni que

D2 (voir p. 8 9 et les figures) décrit un procédé de
fabrication d une carte a puce selon lequel un circuit

él ectroni que intégré est soudé sur une premnere couche
ext érieure. Une couche internmédiaire ayant une ouverture
pour le circuit est apportée sur |la prem ere couche. Les
contacts du circuit sont protégés par une nasse

d' enrobage €l astique apportée dans |'ouverture pour
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renplir |'espace libre restant dans celle-ci. Ensuite,
une deuxi éme couche extérieure est apportée. Les couches
peuvent étre coll ées | es unes aux autres.

D6 (cf. fig. 14) décrit un procédé de fabrication d' une
pastille destinée a étre insérée dans une carte.

L' él ément él ectroni que 36 est soudé a des conducteurs
métal liques 46 reliés a une bobine 40 et ensuite enrobé
par un matériau adhésif et isolant 58 ("adhesive
insulating material", col. 8, |. 57-59).

D7 (voir les fig. 1, 2A-2C et |l a description
correspondante) concerne |a méthode conventionnell e TAB
("tape automat ed bonding"). Des él énents él ectroni ques
sont apportés sur un support (film TAB. Ensuite, le
filmest encapsul é par une résine. Le procédé

d' encapsul age n' est pas décrit mais doit assurer

| ' enrobage conplet des circuits ("the circuit portion is
perfectly sealed", col. 3, I. 47). Selon un node de
réalisation particulier, |le support avec les circuits
encapsul és constitue |l a carte sans couches

suppl énmentaires (col. 3, |. 54 a col. 4, |. 3).

Les autres docunments cités par la requérante dans |a
présente affaire sont noins pertinents et n'ont plus été
di scut és au cours de | a procédure orale.

Nouveaut é

Il n'est pas contesté que |'invention est nouvelle. La
Chanbre peut donc aborder directenment |a question de
|"activité inventive de |I'invention telle que définie

dans | es revendi cations i ndépendantes 1, 2 et 16.

Revendi cation 1
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En ce qui concerne |a revendication 1, |la Chanbre est
d'avis que D2 constitue |'état de |a technique | e plus
proche. La carte décrite dans D2 est d un type différent
de la carte selon |'invention : elle n"a pas de bobine
et présente des contacts sur une partie qui fait saillie
sur une des couches extérieures. O, conme |'home du
nMetier est censé connaitre les différentes nornes de
carte courantes, ces différences structurelles ne sont
guére décisives. Plus inportant, la carte selon D2
differe d une carte produite par |le procédé selon la
revendication 1 en ce que le circuit est enrobé dans une
masse qui ne constitue pas le lien entre |es couches

| a masse d' enrobage protéege le circuit (voir p. 9, |. 2-
6), mais | es couches sont fixées a |'aide de colle

(p. 8, derniereligne ap. 9, 1. 2; p. 9, |I. 6-8).

Sel on une variante, |es couches sont |anmi nées sans colle
(voir p. 9, I. 17-21).

Il convient de signaler que cette interprétation de D2 a
été contestée par la requérante. Selon elle, |a masse

d' enrobage peut étre constituée par une couche m nce,

par exenple en PVC (polychlorure de vinyle), a laquelle
| es deux couches extérieures sont fixées par

échauf fenent. Par conséquent, |a couche en PVC
correspondait au liant selon |'invention.

De | "avis de | a Chanbre, cependant, cette partie de D2
est trop obscure pour pouvoir corroborer
|"interprétation proposée par |a requérante. La phrase
pertinente est la suivante : "Es kann fir das

Ei nbettmaterial 13 auch ein flexibles plastisches
Material w e beispiel sweise Polyvinylchlorid bei der
Herstel l ung der Karte verwendet werden" (p. 9, |. 8-10).
Certes, la prem ére partie de |a phrase senbl e indiquer
que | a masse d' enrobage ("Einbettmaterial") est
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constituée en PVC, nmis dans ce cas |a seconde partie de
| a phrase - "pour la fabrication de la carte" ("bei der
Herstel lung der Karte") - serait superflue. Afin

d établir le sens du texte, |'homre du métier était
libre de consulter |e docunment dont D2 revendi que |a
priorité (voir US-A-3 702 464). La phrase correspondante
dans ce docunent (voir colonne 4, |. 46-49) se |lit come
suit : "Use of the potting material 13, al so enables use
of flexible plastic materials such as polyvinyl chloride
in the fabrication of this card". Le sens voulu est donc
apparement que | es couches de la carte (plutét que la
masse d' enrobage) peuvent étre formées en PVC. En
conséquence, |'argunment de |a requérante ne senbl e pas
convai ncant .

Méne si | e docunent D2, pris seul, ne rend donc pas
évidente |'idée de faire enrober |'él ément él ectronique
par une couche qui constitue le lien entre | es deux
couches extérieures, il faut exam ner si |'home du
métier, a partir de D2, aurait ms en évidence un

probl énme techni que pour lequel il existait une solution
évi dente correspondant a |'invention.

L'intimée a fait observer que |a nasse d'enrobage dans
D2, en général de la silicone, présente une mauvai se
adhérence aux colles conventionnelles utilisées dans |a
fabrication de cartes. En conséquence, |a masse

d' enrobage et |es couches de colle ne pouvai ent pas étre
assimlées a un "liant" (cf. la lettre de |'intinmée du
14 novenbre 2001, p. 2). |l est cependant possible que
| " homme du nétier aurait renplacé la silicone par un
autre matériau. Un probl éene techni que pertinent
consistait donc a déterm ner des mat éri aux appropriés
come nasse d' enrobage.
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Dans D6 (voir la fig. 14, qui correspond le meux a la
fig. 2 de D2), un él énent él ectroni que et une bobi ne
sont enrobés par un matériau adhésif et isolant. Ce
mat éri au n' est pas nécessairenent |le ménme que la colle

utilisée pour fixer la bobine (voir col. 8, |. 62-68),
ce qui inplique qu' il peut bien s'agir du nménme natéri au.
La question est donc de savoir si |'homre du métier

aurait substitué ce matériau adhésif a la nmasse

d' enrobage dans D2. S'il |'avait fait, la carte nodifiée
aurait conpris deux couches extérieures, chacune coll ée
a une couche intérieure (dont la revendication 1

n' exclut pas |'existence), un él énent él ectronique
enrobé dans un nmatériau adhésif, et - si une carte du
type sans contacts était désirée - une bobine fixée et
enrobée dans ce néne matériau. Afin de sinplifier la
fabrication de la carte, il aurait probabl enent été
évident d' utiliser la méne colle (liant) pour |'él énent
él ectroni que, |a bobine et |es couches extérieures. Pour
réaliser une telle carte, il aurait donc été nécessaire
de placer |'él énment él ectronique et |a bobine sur une
couche extérieure, y apporter de la colle pour fixer |a
couche intérieure et pour enrober |'élénment él ectroni que
ai nsi que | a bobine, coller |a deuxi éme couche
ext éri eure dessus, et ensuite appliquer de |a pression.
Un tel procédé correspondrait en principe a |'invention
telle qu elle est définie dans |la revendication 1

O, il reste un doute sur le lien entre D2 et D6. Dans
D6, un matériau adhésif est utilisé pour enrober

| ' él énent él ectronique, mais | es contacts de cel ui-ci
sont encore protégés - conme dans D2 - par une couche de
silicone 52 (cf. fig. 14 de D6). Par conséquent, méme si
| " homme du nétier avait pris en considération |a
possibilité d' enrober |'él énent él ectroni que de D2 dans
un liant selon la revendication 1, il n'avait pas de
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rai son d' onmettre |la couche protectrice de silicone. Il
s'ensuit que le liant n'enroberait pas (conpl étenent)

| ' él énent él ectronique et |a bobine, corme |'exige |a
revendication 1 (cf. la caractéristique |IX) interprétée
en correspondance avec | a description (voir en
particulier les figures).

Pour ces raisons, |la Chanbre est d avis que |'invention
selon la revendication 1 n'était pas évidente par
rapport aux docunents D2 et D6 conbi nés.

Par conséquent, |e procédé selon |a revendication 1
i mpli que une activité inventive (article 56 CBE)

Revendi cation 2

D7 est le neilleur point de départ pour |'exanmen de
| "activité inventive du procédé selon |la
revendi cati on 2.

Le procédé selon | a revendication 2 comence par le
"placement dudit él énment électronique et de ladite

bobi ne reli ée électriquenent a cet él énment él ectronique
sur une surface de travail”. Méne si le terne "surface
de travail" est assez général, il est clair qu' une telle
surface ne fait nornmal enent pas partie du produit
fabriqué. Dans | e brevet opposé, cela n'est pas
différent (cf. fig. 9). O, dans D7, les élénents sont
placés sur le filmTAB, qui fait ensuite partie
intégrante de la carte (cf. fig. 1 et 2A, référence 35).
Le filmne peut donc pas étre assinilé a une surface de
travail. Comme un procédé TAB sans le film est

i nimagi nable, |'étape initiale IB du procédé revendi qué
ne senbl e déja pas découl er d' une mani ére évi dente du
procédé connu.
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La requérante a présenté un autre argunent, selon |equel
le film TAB dans D7 ne correspond pas a une surface de
travail mais a la "structure de positionnenent” définie
dans | a revendication 3 du brevet opposé. La Chanbre est
toutefois de |'"avis qu' une telle interprétation des
revendi cations ne se fonde pas sur |la description. Selon
| a revendication 2, |'élénent électronique est placé
"sur une surface de travail", et non pas sur la
structure de positionnenent, ce que confirme |la
description (cf. col. 15, |I. 23-37). En fait, |'él énent
él ectroni que est situé dans une ouverture de |a
structure de positionnenment (cf. fig. 9). La différence
entre "sur" et "dans" rend inadm ssible |"interprétation
avancée par |a requérante.

De plus, selon la revendication 2, pour former |a carte,
on applique "une pression... en direction de ladite
surface de travail a |'aide d une presse présentant une
surface de contact avec ledit liant". D7 ne contient
aucune information sur |'application du liant. La
requérante a fait valoir qu'il était évident d' utiliser
ce type de presse pour fabriquer un objet aussi m nce
gu' une carte a puce. L'intinmée a cependant pu nontrer,
en faisant référence au dépliant "LAUFFER PRESSEN
Encapsul ati on Technol ogy" publié par |'entreprise

Maschi nenfabri k Lauffer GrbH, Allemagne, qu'il existe
auj ourd' hui d"autres possibilités d" appliquer le |iant,
en particulier |le surnmoul age. Méne si ce dépliant, qu
date de 1999, n'est pas conpris dans |'état de la
technique, il corrobore néannoins | e contre-argunent
présenté par |'intimée selon lequel il n'était pas
obligatoire d' utiliser une presse telle que définie dans
la revendication 2 pour fornmer la carte décrite dans D7.
La Chanbre estine donc qu'il n'est pas possible

d affirmer que |'homre du métier aurait utilisé ce genre
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de presse, nméne si, peut-étre, il aurait pu le faire.

Par conséquent, |e procédé selon |a revendication 2
i mplique une activité inventive.

La revendi cation 16

La revendi cation 16 vise une carte susceptible d étre
obt enue par | e procédé revendi qué. La carte conprend un
él énent él ectroni que noyé dans une couche fornée par un
[iant et une structure de positionnenent nunie d' une
ouverture qui la traverse et a |l'intérieur de laquelle
est situé |'él énment él ectronique.

Il a déja été expliqué pourquoi, de |'avis de |la
Chanbre, D2 et D6 ne rendent pas évident un procédé dont
|l e résultat est une carte conprenant un él énent

él ectroni que conpl étenent enrobé par un liant (c'est-a-
dire "noyé" dedans). Par conséquent, |a caractéristique
correspondante dans |la revendi cation 16 ne découl e pas
d' une nmani ere évidente de |a conbi nai son des documents
D2 et De6.

Quant a D7, la requérante a fait valoir qu' il était

évi dent de forner une structure de positionnenent sur |e
filmTAB. Une telle structure était par exenple connue
de D2 (la couche intérieure). Elle conprenait une
ouverture qui la traversait et a l'intérieur de |laquelle
était situé |'él ément él ectronique.

De |"avis de |a Chanbre, cet argunent n'est pas

convai ncant. Si |e problene techni que concerne |le

pl acenment des circuits sur le film la figure 2B de D7
indique qu'il est possible de | es positionner sans
structure de positionnenent. Par conséquent, |'homme du
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meétier n' avait pas besoin de nodifier | e procédé TAB
dans ce but.

De plus, comme |'a fait remarquer |'intinmée, selon D2,

| es él énents él ectroni ques sont fixés sur |a couche

ext érieure avant |'apport de | a couche internmédiaire
(cf. p. 8, dernier alinéa). Cette derniere ne sert donc
pas a positionner les élénents. Il s'ensuit que |'on ne
voit nménme pas quel probléne techni que par rapport a D7
aurait anmené |'homre du métier a prendre en

consi dération D2.

6. 4 Par conséquent, la carte selon |la revendication 16
i nplique une activité inventive.

7. La Chanbre estinme donc que |les présentes
revendi cations 1-23 et |'invention qui en fait |'objet
satisfont aux conditions de |la CBE

8. L'affaire est renvoyée devant |'instance du prem er
degré afin d' exam ner les nodifications qu'il conviendra
d' apporter a |la description.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré

1001.D

afin de maintenir le brevet sur |a base des
revendi cations 1 a 23 selon |la requéte principale
présentée a |la procédure orale |l e 14 décenbre 2001 et
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d' une description qui doit y étre adapt ée.

La Geffiere : Le Président

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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